
https://www.trumpf.com/zh_TW/newsroom/%E6%95%85%E4%BA%8B/%E5%BE%AE%E6%99%B6%E7%89%87%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8-trumpf-%E6%8A%80%E8%A1%93%E4%B8%8B%E8%AA%9
5%E7%94%9F/

沒有它們，現代世界幾乎無法運轉：微晶片。從製造到完成，一顆微小的高效能晶片需要經歷 2000 多個製程步驟，耗時數月。TRUMPF 參與其中眾多製造環節——往往不為人所見，卻不可或缺。無論是在德國、波蘭、美國、

日本還是中國大陆，TRUMPF 的員工都在多個據點致力於推動未來技術的發展。那麼，這樣一顆微小的高效能晶片究竟是如何誕生的？TRUMPF 又在哪些製造環節中發揮作用？帶您一探這項全球最複雜製造工藝之一的幕後。

一切都始於一種看似普通的原材料：矽。矽由石英砂在大型熔爐中熔融，形成圓柱形晶體。隨後，這些晶體會被切割成極薄的圓片，即所謂的晶圓。每片晶圓直徑約 30 cm，大小相當於一張家庭披薩，是後續製造數百甚至數千顆晶片的基

礎。

矽的特殊之處在於，這種材料同時具備導電與絕緣特性。因此，矽有時可以導電，有時則不導電——取決於其加工方式。正因如此，矽被稱為「半導體」。

起初，晶圓不過是一張光滑的圓盤，但正是它，最終將轉變為數百甚至上千顆晶片。
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微晶片如何在 TRUMPF 技術下誕生
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一層一層的結構逐步構築出現代電子的「大腦」

現在，高科技製造階段正式開始。在電漿腔體中，首先會有一層導電或絕緣材料沉積在晶圓表面。為此，TRUMPF 的發生器提供精確可控的能量， 並將電壓、頻率與電流精確控制在製程所需的範圍內。

隨後，晶圓會被塗覆一層感光材料， 以便為晶片製造的核心製程——光刻做好準備。接著，透過高能量的極紫外（EUV）光進行精準曝光，在光刻膠中刻畫出微細結構。在此製程環節中，TRUMPF 在全球範圍內發揮關鍵作用：

其高效能雷射是該技術不可或缺的核心組件之一，特別是在高效能微晶片製造中。

接著，透過電漿蝕刻製程去除已曝光區域，從而在材料中形成極為精細的導電線路。在這一過程中，TRUMPF 的發生器同樣發揮重要作用，用於精確控制這些複雜的蝕刻製程。

<p>TRUMPF 的發生器對電能進行精確調控，將電流、電壓與頻率精確控制在設定範圍內。</p> <p>晶片製造的核心之一：全球最強脈衝工業雷射的關鍵組件，為 EUV 光刻提供光源基礎。</p>

<p>極紫外（EUV）光透過精準曝光，在光刻膠中刻畫出用於形成導電線路的微細結構。</p>

奈米級精密製造

接下來是所謂的「摻雜」製程，即將其他元素的原子（通常為硼或磷）引入到正在形成的微晶片特定區域中。在此過程中，TRUMPF 的發生器同樣確保製程所需的精度。這些外加原子會改變矽的導電特性， 從而實現對電流的精準控

制——既可導通，也可阻斷。由此奠定了電腦數位邏輯的基礎：0 或 1，即電流通過或被阻斷。

當第一層結構完成後，透過化學機械研磨製程將晶圓表面再次拋光至鏡面狀態。隨後，整個流程重新開始：沉積、曝光、蝕刻、拋光——如此反覆數十次。就這樣層層堆疊，逐步構築出彼此連接的微結構，其尺寸比一粒沙子小數百萬倍。
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一片晶圓最多可製造出數千顆獨立晶片。

在此過程中，量測系統會定期進行品質檢測——其中同樣會用到雷射技術。首先在製造過程中進行檢測，隨後在負載與溫度條件下進行測試。這一點至關重要，因為即便是最微小的缺陷，也可能導致包含數百萬顆晶片的整批產品報廢。 

當最後一層完成後，雷射會將晶圓分割成數百甚至數千個單獨晶片。隨後，這些晶片會逐一安裝至電路板上，並封裝於保護外殼中。在此過程中，雷射亦發揮輔助作用，例如用於開接觸孔、焊接導線或標記序號。經過最終檢測後，這些微小元

件最終以成品微晶片的形式，應用於智慧型手機、汽車或醫療設備之中。

了解更多 TRUMPF 在半導體製造領域的解決方案

<p>沒有 TRUMPF，就沒有人工智慧。我們的雷射與電漿解決方案是現代半導體製造的支柱。從 EUV 光刻技術到先進封裝：凡是孕育未來的地方，都有我們的技

術。無論是沉積、曝光還是蝕刻——凡是追求創新與進步的地方，都離不開 TRUMPF。與此同時，我們更進一步思考：我們的解決方案不僅要帶來卓越效能，也要兼

顧資源高效利用的製程。  攜手領先的技術合作夥伴，我們持續推動創新，重塑整個產業。</p> <p><a href="t3://page?uid=152350">

了解更多</a></p>
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